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Reinigung von
elektronischen Bauteilen
und allgemeine Reinigung

e Flussmittelentfernung
e Metallentfettung

¢ Brennbar und nicht brennbar

¢ GroBgebinde und Aerosole

e Wasser- und |6sungsmittelbasierend

Die Reinigung ist im Rahmen der Fertigung von elektronischen
Komponenten ein unverzichtbarer Prozess und dient seit
vielen Jahren dazu, bei der Leiterplattenherstellung

potenziell gefahrliche Verunreinigungen zu entfernen.

Solche Schmutzstoffe sind z. B. Flussmittel-, Lotpasten-

und Klebstoffrickstande sowie andere allgemeine
Verunreinigungen wie Staub und Ablagerungen, die
durch andere Produktionsprozesse entstanden sind.

Insbesondere in der schnell wachsenden
Elektronikindustrie besteht das Ziel der Reinigung in einer
deutlichen Verlangerung der Lebensdauer, indem ein guter
Oberflachenwiderstand gewahrleistet und die Bildung von
Kriechstromstrecken vermieden wird, was zum Ausfall der
Leiterplatte fUhren kann. Im Zuge der Weiterentwicklung
des Marktes werden sowohl die heutigen als auch die
zukUnftigen elektronischen Gerate immer kleiner, und der
Ruf nach Leistungsstérke und Zuverlassigkeit ist so laut
wie nie. FUr einen guten Isolationswiderstand und eine
angemessene Haftung von Schutzlacken und GieBharzen
ist die Sauberkeit von elektronischen Baugruppen von
entscheidender Bedeutung.

Es gibt viele Fertigungsschritte, in denen eine Reinigung
erforderlich ist: Vor dem Drucken und Loten missen
Verunreinigungen entfernt werden, die durch die
zahlreichen vorgelagerten Produktionsschritte verursacht
wurden, nach dem Drucken muss von den Schablonen
Uberschussiger Kleber entfernt werden, und nach dem
Loten mUssen korrosive Flussmittelriickstéande und
Uberschussige Lotpaste entfernt werden.

In der heutigen Industrie entschlieBen sich viele Hersteller
fir sogenannte ,No-clean“-Verfahren, die eine Reinigung
nach dem Léten Uberfllssig machen sollen. Beim ,No-
clean“-Verfahren ist der Feststoffgehalt des Flussmittels
niedriger als bei herkdbmmlichen Produkten — allerdings
enthalt es immer noch Harz und Aktivator. Solche
Rucksténde kénnten in Kombination mit anderen
unerwlnschten Stoffen, die wegen der fehlenden
Reinigung noch vorhanden sind, Probleme bei der
Haftung verursachen und eventuell die Leistungsfahigkeit
des aufgetragenen Schutzmediums beeintrachtigen.

Es lasst sich somit feststellen, dass die Reinigung in der
Elektronikindustrie trotz der Fortschritte bei den neuen
Technologien, z. B. im Bereich der ,No-clean®-Flussmittel,
nach wie vor ein grundlegender, mehrstufiger Prozess ist.

Schlussendlich ist auch eine Reinigung erforderlich, wenn
Beschichtungen und Klebstoffe fur eine Nachbearbeitung
entfernt werden mussen, wenn Komponenten zu reinigen
sind und wenn Fertigungsanlagen gewartet werden sollen.




Reiniger auf

Losungsmittel-
und Wasserbasis

Das Angebot von Electrolube umfasst verschiedene
Elektronikreiniger auf L&sungsmittel- und Wasserbasis.
Losungsmittelbasierende Systeme sind sehr effizient und
ermoglichen eine bequeme Reinigung in einem einzigen
Schritt. Da es sich dabei jedoch haufig um brennbare
Produkte handelt, muss bei ihrer Verwendung sowohl an
die Gesundheit und Sicherheit des Anwenders als auch
an die Losungsmittelemissionen gedacht werden.

Da die Frage der Umweltfreundlichkeit noch nie so
aktuell war wie jetzt, riicken viele Elektronikhersteller
von traditionellen Losungsmittelreinigern ab, die
ozonschichtschadigende Chemikalien oder einen
hohen VOC-Anteil (flichtige organische Verbindungen)

enthalten, und ersetzen diese durch sicherere Alternativen.

Obwohl viele 16sungsmittelbasierende Reiniger sehr
anwenderfreundlich sind, bieten wasserbasierende
Reiniger einige Vorteile und sind z. B. nicht brennbar
und auBerdem geruchsarm, enthalten wenig bis gar
keine VOC und besitzen eine sehr geringe Toxizitat.

Wassrige Reiniger kénnen auf verschiedene Art und
Weise verwendet werden, z. B. im Ultraschallbad,
zum Druckumfluten im Tauchbad oder zum Reinigen
in der Spulmaschine. Deshalb ist es entscheidend,

dass flr eine bestimmte Reinigungstatigkeit auch das
richtige Produkt gefunden wird. Wassrige Reiniger
kénnen Tenside enthalten, die bei der Entfernung

von Verunreinigungen auf Leiterplatten helfen, indem
sie die Grenzflachenspannungen verringern und die
Schmutzstoffe auflésen oder emulgieren. Als Alternative
dazu gibt es wasserbasierende Flussmittelentferner,

die die Flusssauren verseifen und neutralisieren.

Im Zuge der Weiterentwicklung der wasserbasierenden
Technologien wurden auch tensidfreie Systeme
entwickelt. Diese Reiniger basieren auf Glykolen

und vereinigen die Vorteile von wasserbasierenden

und I6sungsmittelbasierenden Reinigungsmitteln in
sich, sodass nur minimales Spulen erforderlich ist.

Als Mikroemulsion besitzen sie eine ausgezeichnete
Reinigungswirkung und k&nnen mit allen Arten von
Geraten verwendet werden. Electrolube hat auch
Konzentrate mit integrierten Korrosionshemmern
entwickelt, die einen weiteren Schritt des
Reinigungsprozesses Uberflissig machen. Die Lieferung
in Konzentratform senkt auBerdem die Transportkosten
und die transportbedingte Umweltbelastung.



Fluchtige organische

Verbindungen
(VOCs)

e Fluchtige Losungsmittel, die in Elektronikreinigern
zum Einsatz kommen, werden als VOCs (Volatile
Organic Compounds) — flichtige organische
Verbindungen - klassifiziert.

e \VOCs tragen zur Bildung von bodennahem
Ozon bei.

VOC-Definitionen

e Eine solche Verschmutzung kann vielerlei schadliche
Auswirkungen auf die Umwelt haben und Walder und
Pflanzen zerstoren.

e DarUber hinaus kdnnen einige als VOCs eingestufte
Substanzen eine reizende Wirkung haben, und eine
UbermaBige Belastung mit diesen Stoffen kann zu
verschiedensten Gesundheitsproblemen fuhren.

EU-Richtlinie iber Emissionen von Lésungsmitteln

»~Jede organische Verbindung mit einem Siedepunkt von
hochstens 250°C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa.*

Zuvor lautete die Definition der Richtlinie: ,Jede
organische Verbindung, die bei 20°C einen
Dampfdruck von 0,01 kPa oder mehr aufbaut oder
unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen eine
entsprechende FlUchtigkeit aufweist.”

Laut der Internetseite der Europaischen Kommission
sind beide Methoden geeignet.

Der ,Siedepunktansatz” wurde fUr die Richtlinie
2004/42/EG gewahlt, weil die Mitgliedstaaten
wahrend der Verhandlungen diese VOC-Definition
dem ,Dampfdruckansatz” der Richtlinie 1999/13/EG

allgemein vorzogen. Der Hauptgrund ist, dass der
Siedepunkt einer Substanz leichter ermittelt werden
kann (und wahrscheinlich auch mehr Daten verfugbar
sind) als ihr Dampfdruck bei Raumtemperatur.
Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse der beiden
Methoden flr verschiedene Substanzen nach dem
Kenntnisstand der EU-Kommission in den meisten
Fallen identisch.

EPA (US-Umweltbehérde)

L,Flichtige organische Verbindungen (VOC) sind

alle Kohlenstoffverbindungen, ausgenommen
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Kohlenséaure,
Metallcarbide oder Carbonate und Ammoniumcarbonat,
die an fotochemischen Reaktionen in der Atmosphare
beteiligt sind.”



Electrolube arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung ,,griinerer*
Technologien, die zur Minimierung der Losungsmittelemissionen
und ihrer Umweltauswirkungen beitragen.

Aufgrund des wachsenden Umweltbewusstseins
finden Produkte ohne Losungsmittel und mit niedrigem
VOC-Gehalt immer mehr Anklang. Dank fortwahrender
Investitionen in Forschung und Entwicklung behauptet
sich Electrolube als fuhrender Hersteller im Bereich
der Reinigungstechnologie und Ubertrifft in dieser Zeit
des Wandels kontinuierlich die Erwartungen seiner

Das Safewash-Sortiment

Kunden. Als verantwortungsbewusster Hersteller
bietet Electrolube sowohl wasserbasierende als auch
|6sungsmittelbasierende Reiniger fur verschiedenste
Anwendungen im Automobilbereich, in der Luft- und
Raumfahrt, im Militarbereich, im Haushalt und in der
Medizinbranche.

Die Safewash-Reihe von Electrolube ist das effizienteste
Reinigersortiment auf Wasserbasis, das derzeit am
Markt verfligbar ist. Sie wurde ursprunglich als Ersatz

fur ozonschadigende Chemikalien entwickelt und sollte
auBerdem zur Verringerung der Losungsmittelemissionen
beitragen. Die Produkte besitzen eine ausgezeichnete
Reinigungswirkung, entsprechen Militar- und

Reiniger auf Losungsmittelbasis

Industrienormen und sind kostengunstig. Die
Verwendung von Reinigern auf Wasserbasis hat im
Vergleich zu l6sungsmittelbasierenden Reinigern
einige Vorteile, z.B. Nichtbrennbarkeit, geringe
Geruchsbildung, niedriger bis gar kein VOC-Gehalt
und sehr geringe Toxizitat.

Fruher wurde der Markt von chlorierten Losungsmitteln
beherrscht. Wegen ihres ozonschadigenden Potenzials
wurden diese jedoch durch eine breitere Palette

an Reinigern auf Losungsmittelbasis ersetzt. Diese
Kategorie gliedert sich heute Ublicherweise in drei
Untergruppen: brennbare Lésungsmittelreiniger, nicht
brennbare Losungsmittelreiniger und nicht brennbare
fluorierte Loésungsmittelreiniger. Die brennbaren

und nicht brennbaren Electrolube-Produkte auf
Losungsmittelbasis sind einstufige Reiniger, die

sich durch eine relativ geringe Toxizitat, eine gute

Materialvertraglichkeit und eine weite Spanne an
Flammpunkten und Verfluchtigungsraten auszeichnen.
Wenn I6sungsmittelbasierende Reiniger in der
GroBserienproduktion eingesetzt werden, bendtigt man
generell Spezialgeréate. Sie sind jedoch fur die Reinigung
von Baugruppen mit nicht versiegelten Komponenten
oder von wasserempfindlichen Komponenten
unverzichtbar. Das Angebot von Electrolube umfasst
verschiedene Isungsmittelbasierende Reiniger,
einschlieBlich brennbarer, nicht brennbarer und
fluorierter Produkte.



Anwendungs-

bedingungen

Reinigungsprozesse kdnnen als Einzelmengen- oder
In-Line-Reinigungsprozesse bezeichnet werden. Bei
einem Reinigungssystem, welches eine Gesamtmenge

an Leiterplatten reinigt, durchlduft eine Leiterplattencharge
den gesamten Reinigungsprozess, z. B. im Ultraschallbad
oder in der Spulmaschine. Reinigungsprozesse kdénnen
auch die Form eines Durchlaufsystems (In-Line-

System) haben, wo die Leiterplatten stetig die einzelnen
Reinigungsphasen durchlaufen und so eine kontinuierliche
Produktionskette aufgebaut wird.

Im Folgenden werden die verschiedenen
Anwendungsprozesse fur wasserbasierende Reiniger
naher erlautert. Reiniger auf Lésungsmittelbasis
eignen sich fur Ultraschall- und Sprihanwendungen
— dabei mussen allerdings die Brennbarkeit und die

Losungsmittelemissionen bertcksichtigt werden. Um die
Sicherheit des Anwenders zu gewahrleisten, missen die
vorgeschriebenen Grenzwerte fUr den Kontakt mit diesen
Produkten eingehalten werden.

Bei den wasserbasierenden Produkten sind ebenfalls
Ultraschall- und Spruhanwendungen moglich, dabei ist
es jedoch wichtig, dass die Richtlinien fUr jedes Produkt
sorgfaltig beachtet werden. Es kann z. B. sein, dass ein
Standardprodukt, das fUr die Reinigung im Ultraschallbad
entwickelt wurde, nicht fir SpUlmaschinen geeignet ist.
Dies liegt am ausgetibten Druck, der dazu fuhrt, dass
sich in der Reinigungslosung Schaum bildet — deshalb
wird flir solche Anwendungen ein Produkt mit geringer
Schaumentwicklung bendtigt.

Ultraschallbad und Druckumfluten im Tauchbad

1. Reinigung

Das Safewash-Produkt im ersten Behalter 16st organische
Rlckstande (Fett, Flussmittel etc.) und ionische Materialien
auf und sorgt daflr, dass sich der Schmutz nicht wieder
festsetzt. Die Rezeptur von Safewash gewahrleistet, dass
die Reinigung auch unter SMD-Bauteilen erfolgt und nach
etwa drei Minuten abgeschlossen ist (unter mechanischer
Anregung - Ultraschall).

Safewash absorbiert eine sehr gro3e Menge an
Flussmittelrtickstanden, bevor die Reinigungswirkung
nachlasst. In der ersten Phase kann eine beliebige
Agitationsmethode gewahlt werden, vorausgesetzt,

sie beschadigt die Leiterplatte nicht und fuhrt nicht zu
Schaumbildung. Die Safewash-Produkte wurden so
entwickelt, dass sie bei Raumtemperatur (10°C-30°C)
effizient arbeiten, bei Bedarf kann die Temperatur jedoch
auch auf bis zu 45°C erhéht werden.

Wenn die Leiterplatten das erste Bad mit dem Safewash-
Reiniger verlassen, haftet an innen eine geringe Menge
der Safewash-FlUssigkeit und geht ebenfalls in die
Spuilphase Uber. Dies wird allgemein als ,Verschleppung*
bezeichnet. Nach einer gewissen Zeit, die von der Anzahl

der gereinigten Leiterplatten abhangt, sinkt der Pegel im
Reinigungsbehalter auf einen Punkt, ab dem weitere funf
Liter frisches Safewash hineingegeben werden kdnnen.

Diese periodische Zugabe von frischem Safewash

als Ersatz fUr das ausgeschleppte Material stellt
normalerweise sicher, dass die Reinigungswirkung der
Losung zu keinem Zeitpunkt auf ein nicht vertretbares
Niveau sinkt. Das bedeutet, dass das Reinigungsmittel
nicht extra entsorgt werden muss.

2. Spiilen in Leitungswasser

Die zweite Phase besteht aus dem Spulen in
Leitungswasser, vorzugsweise mit irgendeiner Art

der Agitation. Die Spullésung kann Raumtemperatur
haben — allerdings fuhrt eine Erhéhung der Temperatur
zu einer Beschleunigung des Spulverfahrens und zu
einem besseren Spulergebnis. Da geringe Mengen von
Safewash in das Spulwasser verschleppt werden, sollte
man Uberlaufendes Spulwasser entweder Uber einen
Abfluss ableiten oder die Spulflissigkeit mit Hilfe eines
Kohlefilters aufbereiten, um zu verhindern,

dass sie langsam immer starker verschmutzt wird.



Falls das Spulwasser abgeleitet wird, sollten Sie sich
an Ihre lokale Wasserbehdrde wenden, um
sicherzugehen, dass die Menge des abgelassenen
Schmutzwassers den Vorgaben entspricht. Wenn
man einen Kohlefilter verwendet, durch den das
Leitungswasser permanent rezirkuliert wird, fallt

kein Abwasser an, da der Filter die Safewash- und
Flussmittelrlickstande aus dem Wasser entfernt.

3. Spiilen mit deionisiertem Wasser

Die dritte Phase ist ein Spulgang in deionisiertem
Wasser. Dabei wird die Leiterplatte von allen aus dem
Leitungswasserbad noch vorhandenen Schmutzstoffen
befreit, um somit, mit diesem finalen Schritt fUr ein
noch optimaleres Reinigungsergebnis zu sorgen. Hier
kommt entweder ein rezirkulierendes Spulsystem oder
ein Spruhsystem zum Einsatz, das aktiviert wird, sobald
die Leiterplatten das Leitungswasserbad verlassen. Falls
keine Reinheit nach militarischen Standards erforderlich
ist, ist das Spulen mit deionisiertem Wasser eventuell
nicht notwendig — allerdings konnten die Leiterplatten

Spruhanwendung

wegen der Verunreinigungen im Leitungswasser weiBe
Schlieren aufweisen.

Zum Reinigen von eisenhaltigen Metallen kann in dieser
Phase ein Rosthemmer (Code: SRIA) in einem Verhaltnis
von 0,5% zugegeben werden. Er verhindert, dass
eisenhaltige Materialien von Flugrost befallen werden,
wenn man sie bei hohen Temperaturen trocknet. Flr
dieses Produkt gibt es ein eigenes technisches Datenblatt.

4. Trocknen

Die letzte Phase betrifft die Trocknung. Das
Trockenergebnis wird durch Vorrichtungen verbessert,
die im Vergleich zu Systemen, die nur auf Warme
basieren, einen intensiven Luftstrom nutzen. Diese
Phase dauert normalerweise etwa funf Minuten bei
90°C. Die Trocknungszeit der Leiterplatten hangt vom
Leiterplattenaufbau und von der Effizienz des Trockners
selbst ab. Als optionales Extra kdnnen Luftmesser
genutzt werden, um die Temperatur oder

den Gesamtenergiebedarf zu senken.

FUr Sprihanwendungen gibt es gebrauchsfertige
Konzentrate. Ein Beispiel ware Safewash Total (SWAT).
Safewash Total sollte mit deionisiertem Wasser auf

die erforderliche Starke verdtinnt (20%) und wahrend
einer Reinigungsdauer von 5-10 Minuten bei 40-60°C
angewandt werden. Der im konkreten Fall erforderliche
Reinigungszyklus hangt vom Alter und von der Art

der zu entfernenden Ruckstande, vom Ruckflussprofil
und von der Effizienz des Reinigungsgerats ab. Auf

die Reinigungsphase sollten ein Spllvorgang mit
deionisiertem Wasser und ein Trocknungsprozess
folgen. Die Spul- und Trocknungszeit der Leiterplatten
hangt vom Schaltkreisaufbau und von der Effizienz der
Spllmaschine / des Trockners ab. Als optionales Extra
konnen Luftmesser genutzt werden, um die Temperatur
oder den Gesamtenergiebedarf zu senken.

Typischer Reinigungszyklus mit einer
Industriewaschmaschine (Miele 6002):

1. Reinigung, Safewash Total verdinnt auf 20% v/v,
10 Minuten bei 50°C

2. Hauptspilgang, 1 Minute bei 40°C
3. Sptilen mit deionisiertem Wasser, 3 Minuten bei 70°C
4. HeiBlufttrocknen, 15 Minuten bei 115°C

Sobald alles auf unter 30°C abgekuhlt ist, fallen die
Ruckstande und Schmutzstoffe aus und kénnen

aus der Reinigungsldsung herausgefiltert werden,
was die Lebensdauer des Reinigers verlangert. Am
besten eignet sich ein Baumwoll-Wickelfilter mit 50-75
Mikrometer Maschenweite.



Reinheitsgrade

Da sich der Markt fur Reinigungsprodukte fortwahrend
weiterentwickelt, um den wachsenden Anforderungen
der Industrie gerecht zu werden, ist es wichtig, dass

der erforderliche Reinheitsgrad klar definiert wird.

Ein bedeutender Anteil von potenziell schadlichen
Flussmittelriickstanden und Schmutzstoffen ist mit
bloBem Auge oder selbst mit einem VergroBerungsglas
nicht erkennbar. Es ist deshalb von grundlegender
Bedeutung, dass die richtige Methode angewandt wird,
um sicherzustellen, dass der erreichte Reinheitsgrad den
Vorgaben der Elektronik-Ingenieure entspricht. Es gibt
zwei Arten von Ruckstanden: ionische und nicht-ionische.
Und es gibt verschiedene Methoden, mit denen man nach
dem Reinigen den Verschmutzungsgrad messen und den
Begriff ,rein® exakt definieren kann.

Nicht-ionische Riickstande wie Harze, Ole und Fette sind
nicht leitend und Ublicherweise organische Substanzen,
die nach der Herstellung oder Montage einer Leiterplatte
zurlickbleiben. Sie besitzen isolierende Eigenschaften,
die dann ein Problem darstellen, wenn bei Baugruppen
Steckkontakte oder Stecker verwendet werden. So

kann es dazu kommen, dass Létmasken, Schutzlacke
und Vergussmassen nur schlecht haften und dass
ionische Schmutzstoffe und Fremdkdrper unter der
Schutzschicht eingeschlossen werden. Zu den typischen
Testmethoden gehért eine visuelle Uberpriifung unter dem
VergroBerungsglas. Daneben gibt es auch noch andere
Analyseverfahren, z. B. die Fourier-Transformations-
Infrarot-Spektroskopie (FTIR).

lonische Verschmutzungen sind Ublicherweise
Flussmittelriickstande oder schadliche Materialien, die
nach dem Léten zurlckbleiben. Diese wasserldslichen
organischen oder anorganischen Ruckstande kénnen
sich in einer Losung voneinander trennen, da geladene
lonen die allgemeine Leitfahigkeit dieser Losung erhéhen.
Sie kdnnen die Zuverlassigkeit der elektronischen
Komponenten und Baugruppen beeintrachtigen, indem
sie zur Kriechstrombildung zwischen den Schaltkreisen
beitragen, Korrosion verursachen und das Wachstum von
Dendriten begunstigen.

Obwohl sowohl ionische als auch nicht-ionische
Schmutzstoffe negative Auswirkungen auf den Betrieb
und die Zuverlassigkeit des von ihnen kontaminierten
Bauteils haben, werden die meisten Gerateausfalle
doch durch eine ionische Verschmutzung verursacht.
Eine verbreitete Methode zur Bestimmung des Grads
der ionischen Verunreinigung ist die Messung des
Widerstands von Losungsmittelextrakten (Resistivity of
Solvent Extract / ROSE), auch bekannt als Leitfahigkeit
von Lésungsmittelextrakten (Solvent Extract Conductivity
/ SEC). GemaR der Industrienorm IPC-TM-650 wird
eine Losung aus Isopropanol und deionisiertem Wasser
genutzt, um die Schmutzstoffe zu extrahieren, wahrend
das Messinstrument die Veranderung der Leitfahigkeit
misst. Diese Testart ist weithin anerkannt und liefert
schnelle Ergebnisse — die jedoch in ihrer Aussagekraft
beschrankt sein kdnnen.

Es gibt noch zwei weitere Methoden, die

nitzliche Daten liefern: Die Messung des
Oberflachendurchgangswiderstands (Surface Insulation
Resistance / SIR) und die lonenchromatographie (IC). Beim
SIR-Test wird wahrend eines bestimmten Zeitraums die
Veranderung des flieBenden elektrischen Stroms mit Hilfe
einer speziellen Test-Leiterplatte mit ineinander verzahnten
Kammstrukturen gemessen, und zwar Ublicherweise

bei erhdhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Sind
Verunreinigungen vorhanden, so reduzieren diese den
Isolationswiderstand des Materials zwischen den Leitern.
Die lonenchromatographie (IC) ist eine neuere Methode
zur Messung der Reinheit, die verwendet werden kann,
um spezifische ionische Rickstande auf elektronischen
Geraten zu identifizieren und zu quantifizieren. Diese
Testmethode gibt Aufschluss Uber eine spezifische Liste
ionischer Ruckstande, die dann mit speziellen Mitteln
entfernt werden kdnnen. Im Rahmen einer anschlieBenden
Analyse der Flissigkeit kdnnen die Rickstande separiert,
identifiziert und quantifiziert werden. Die Behandlung

und die Vorbereitung des Tragermaterials sind bei dieser
Methode ausschlaggebend und machen sie besonders
kostenintensiv und zeitaufwandig. Daher wird sie nicht zur
allgemeinen Qualitétskontrolle angewandt, sondern als
spezifischere Analysetechnik.



Wassrige Reiniger;
Uberprufung der
Reinigungslosung

Neben dem Grad der Verschmutzung nach der Reinigung
ist auch die Uberpriifung der Reinigungslésung selbst von
grundlegender Bedeutung. Die Uberpriifungsmethode
hangt von den chemischen Merkmalen der Reinigung und
von der Art der entfernten Rickstande ab. Nachfolgend
werden einige mogliche Methoden besprochen.

e Saurehaltige Flussmittelrickstande senken im
Allgemeinen den pH-Wert und erhdhen die Leitfahigkeit,
werden jedoch durch Anderungen der Konzentration
relativ wenig beeinflusst.

e Der Brechungsindex (BRIX) misst den Feststoffgehalt
im Reiniger. Obwohl dies einige Hinweise auf den
Verschmutzungsgrad liefert, sind die mit der Zeit
eintretenden Veranderungen des Brechungsindex

eher auf Veranderungen der Konzentration der Losung
zurtickzufthren, die oft dadurch beeinflusst wird, dass
Reinigungslésung in den Spulzyklus ausgeschleppt wird.

e Die Messung des TrUbungspunkts ist eine weitere
Alternative zur Uberprifung der Reinigungslésung.
Indem man eine kleine Probe der Reinigungslésung
erwarmt und die Temperatur notiert, bei der sie sich
trdbt, kann man feststellen, ob die Losung stark
verschmutzt ist oder ob die Konzentration wegen der
Ausschleppung gesunken ist.

Alle diese Methoden sind leicht umzusetzen und
erfordern in der Regel lediglich den Einsatz relativ
kostengunstiger Messinstrumente.
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Weitere Informationen zu den Anwendungsparametern — -- -
und zur Uberpriifung der Reinigungsldsung finden SWAT-L6sung Typische verschmutzte Lésung

Sie in den Datenblattern der einzelnen Produkte.



Produktsortiment

Safewash-Produkte

SWA/SWAJ/SWAS -
Safewash 2000-Sortiment

Das urspriingliche Safewash (SWA) ist
ein ideales Produkt zur Entfernung von
Flussmittelrlickstanden und fUr viele
andere Reinigungsanwendungen auf
unempfindlichen Materialien. Es kann
vor dem Plattieren als ein leichtes Mikro-
Atzverfahrens angewendet werden.

SWAJ wurde speziell fur die sichere
Reinigung aller Metalle (einschlieBlich
Aluminium, Kupfer und Messing) entwickelt.
SWAJ wird auBerdem haufig zur Reinigung
von Létrahmen oder -halterungen
verwendet, um die Flussmittelriickstande
zu entfernen, die sich wahrend des
Wellenlétens angesammelt haben.

SWAS ahnelt SWAJ, besitzt aber eine
bessere Reinigungswirkung. Es entfernt
Flussmittelriickstdnde und ,No-
clean“-Flussmittel gemaB militérischen
Reinheitsstandards.

Alle Safewash-Produkte zeichnen sich
durch eine geringe Geruchsbildung
aus, sind ungiftig und eignen sich zur
Anwendung in Reinigungssystemen
mit Ultraschall oder Druckumflutung
im Tauchbad.

SWAP - Safewash mit geringer
Schaumbildung

SWAP wurden als Erweiterung des
Safewash-Sortiments fir Anwendungen
entwickelt, bei denen eine nur geringe
Schaumbildung erlaubt ist.

Sie eignen sich zur Hochdruckreinigung,

z. B. in SpUlmaschinen oder
Durchlaufreinigungsanlagen (Spritzreinigung).

SWAF wird als Konzentrat geliefert und kann
mit deionisiertem Wasser verdinnt werden.
SWAP ist eine Fertiglosung mit einem
Korrosionshemmer fur empfindliche Metalle.

SWAT - Safewash Total
* Ohne Tenside, einfache Spulbarkeit
Geringe Schaumentwicklung

Geeignet fur alle Anwendungsarten:
Ultraschall, Sptlmaschine etc.

Enthalt einen Korrosionshemmer
fUr empfindliche Metalle

Konzentrat

SWAX - Safewash Extra

e Zur Entfernung von Lotpasten und Surface
Mount-Kleber auf Sieben, Schablonen,
falsch bedruckten Leiterplatten und Zubehor

e Kann in automatischen
Siebreinigungsanlagen, Spruh- und
Durchlaufreinigungsmaschinen eingesetzt
werden

e Geringe Schaum- und Geruchsbildung

* Ausgezeichnete Vertraglichkeit mit
Kunststoffen, Metallen und Elastomeren

SWNP/SWNS - Safewash Neutral

e Dank des neutralen pH-Werts auch fur
die Reinigung extrem empfindlicher
Oberflachen geeignet

e Zur Verwendung im Rahmen der
Herstellung von LCD- und OLED-
Produkten

o SWNS entfernt Uberflissige
Harzrickstande aller Art

e SWNP reinigt LCD-Oberflachen
vollstandig von Staub und Fett




Produktsortiment

Elektronik- und Universalreiniger

ARW - Aerowipes

Effiziente Entfernung von nicht ausgeharteten
und erst teilweise ausgehérteten Klebstoffen
und Dichtungsmitteln

Flr die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie
fur die Automobilbranche entwickelt

In flissiger Form und als impragnierte,
fusselfreie Tucher erhaltlich

Nicht brennbar

CCC - Nicht brennbarer Kontaktreiniger

Nicht leitend, mit hoher
Materialvertraglichkeit

Sofortiges Trocknen, praktisch keine
Geruchsbildung

Hinterlasst keine RUckstande

Wird mit Burste und
Verlangerungsrohrchen geliefert

ECSP - Elektronik-Reinigungslésung Plus

Sehr schnell verdunstende
Reinigungslésung

Entfernt Fett, Schmutz und die
meisten Flussmittel
Absolut rlickstandsfrei

Hochentziindlich — darf nicht bei
stromflihrenden Komponenten
verwendet werden

ECW - Reinigungstucher fiir Techniker

Faserstoff aus einer Zellulose-
Polyestermischung

Qualitativ hochwertige Allzweckttcher
Extrem saugfahig

AuBergewohnliche ReiB- und Festigkeit
auch im feuchten Zustand

EWI - IPA-Elektroreinigungstiicher

Mit einer Mischung aus Isopropanol und
deionisiertem Wasser impragniert

Sehr gute Stoffqualitat
Einzeln verpackt

Ausgezeichnete Entfetter, entfernen auch
Flussmittelriickstande und Metalloxid

FLU - Flussmittelentferner/
Leiterplattenreiniger

Schnell trocknender Reiniger auf
L6sungsmittelbasis zur effizienten
Entfernung von Flussmittelriickstanden
nach dem Léten

Sorgt fur eine absolut saubere und
trockene Oberflache

Mit den meisten Kunststoffen,
Gummitypen und Elastomeren vertraglich

Auch als Aerosol mit und ohne Bursten-
Applikator erhaltlich

GLC - Glasreiniger

Glasreiniger mit geringer
Schaumbildung

Wasserbasierend

Entfernt Fette, Ole und leichte organische
Verschmutzungen

Nicht brennbar

IPA - Elektronik-Reinigungslésung

Effiziente Universal-Reinigungslésung
fr den Einsatz in der Elektronik

Befreit Leiterplatten von Schmutz
Ausgezeichnete Kunststoffvertraglichkeit

Sparsam in der Anwendung




HFFR - Hexanfreier Flussmittelentferner
Enthalt kein n-Hexan

Effiziente Entfernung von
Flussmittelrlickstanden aller Art

Mit den meisten Kunststoffen,
Gummitypen und Elastomeren vertraglich

Sorgt flr eine absolut saubere und
trockene Oberflache ohne Rickstande

LFFR - Bleifrei-Flussmittelentferner

Schnell trocknender Reiniger auf
Lésungsmittelbasis

Zur schnellen Entfernung von bleifreien
Flussmittelrtickstanden, Fetten und Olen

Sorgt flir eine saubere und trockene
Oberflache

Mit den meisten Kunststoffen,
Gummitypen und Elastomeren vertraglich

ROC - Reiniger fiir Reflow-Ofen

Speziell entwickelte Mikroemulsion zur
Reinigung von Reflow-Ofen

Entfernt Flussmittelrlckstande aller Art
Enthalt Korrosionshemmer
Nicht brennbar

SSS - Sieb- und Schablonenreiniger

¢ Nicht brennbarer Reiniger auf
Loésungsmittelbasis fur Siebe und
Schablonen

Wirkungsvolles Entfernen von Létpasten
und Klebern

Nicht schaumbildend und biologisch
abbaubar

Zur Verwendung mit ECW025
SSW - Sieb- und
Schablonenreinigungstiicher

* Hervorragende Reinigungskraft zum
Entfernen von Létpasten und Klebern

Hinterlasst Siebe und Schablonen sauber,
trocken und fleckenfrei

GroBes Format (20 x 28 cm)
Praktischer Spender mit 100 Ttchern

*Die meisten Produkte sind in verschiedenen GroBen inklusive GroBgebinden erhétlich

SRI - Saferinse

* \Wassrige, deionisierte
Lésungsmittelmischung

Zum Spulen elektronischer Baugruppen
nach der Reinigung mit Safewash

Wird als finales Spulmittel empfohlen,
um sicherzustellen, dass alle
Verunreinigungen entfernt wurden

e Nicht brennbar
SWA - Safewash Aerosol

e Wasserbasierendes Losungsmittel
(Schaum) zur Leiterplattenreinigung

e Entfernt Flussmittelrlickstande aller Art

* |n Aerosolform mit Blrste zur leichteren
Reinigung

e Nicht brennbar

ULC - Ultraclens

* Reinigungslésung zur grindlichen
Entfernung von hartnackigen
Ablagerungen

Ausgezeichneter Kaltreiniger fur den
Elektronik- und Technikbereich

Hoher Flammpunkt, senkt die Brandgefahr
durch brennbare Losungsmittel

¢ |deal zur Schablonenreinigung
ULS - Ultrasolve
Ausgezeichnete Entfettungseigenschaften

Entfernt auch Flussmittelrlickstande von
Leiterplatten

Kann zur Entfernung von
Acrylschutzlacken verwendet werden

Mit den meisten Kunststoffen,
Gummitypen und Elastomeren vertraglich
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Wassrige SWA SWAJ SWAS SWAP SWAT* SWAX
Reinigung 5 - & e s 50 = =
© c s 2 i) © 5 < S T T @
e z g 2o 208 S L=
o g 3 33 £9¢g 3R &=
T O T = g P g 2 © T
(2] (2] (%] wo (%] (%]
$ | Ultraschall Ja Ja *k kK Ja Ja Ja
o
2 Druck-Spilmaschine / In-Line- . . .
é Reinigung Nein Nein Nein Ja e 08 ¢ Ja
'Fug’ Druckumfluten im Tauchbad Ja Ja Ja 1.8 8.6 ¢ Ja Ja
©
= | Sieb- und Schablonenreiniger Nein Nein Nein Ja Ja 1.8 8.6 ¢
o | Schwere Fette (und organische e e Ahhk % e Nein
£ | Stoffe)
c
E ,No-clean“-Flussmittel Nein * b 8.8 8 ¢ * % b 8.8 ¢ Nein
s
c : o .
g FIu_ssmlttelllomsche Kontami k kK P Tdk e *k
5 nationen
E | Nicht ausgehartete Pasten * * Tk * TRk e e e e
[3)
@ | Nicht ausgehartete Kleber Nein Nein Nein Nein *k Tk k&
Fur empfindliche .
® | Metalle geeignet Nein Ja Ja Ja Ja Ja
o
E Spiilbarkeit *k *dkkk 2% ¢ *k *hk *k
Wenig schaumend Nein Nein Nein Ja Ja Ja
* Konzentrate miissen verdiinnt werden. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Lésungsmittel HFFR LFFR  FRC ULS  DGC IPA ECSP ULC  SSS
Reinigung L | B3 5 . to | 8 to | £O To | $5
o0 oFr 0 ) o S o ® € o S o € 5o
=L — ke Qv o 3 Qo 5 oc 3 oc > o 3 =
9o 5 | 5 EC T 5 A c Q L 9 L2 o - @ (=
“£c | C8%aw SE ¢ 0 SB X< 0 x=3 0 Q9 T 0
GES 832 | £E5| 20 82 | Ty | Eel | 54 Sc
XGE | EC¥ | 95 25 QF <) o SO 2 e
T8 Lod | £EY s 5 . ¥5 | x5 g S -]
= 0 S =) Q o> oD = D 23
= b4 =) b4 w w =) 0
S | Dichte (g/ml) 0.78 0.78 1.33 0.79 1.33 0.79 0.79 0.79 1.03
]
£
% Flammpunkt (°C) 7 0 Keiner* -20 Keiner* 12 -48 >60* >60*
1)
$ | Siedepunkt (°C) >80 >80 36 >80 36 82 36 >173 >100
=)
% Dampfdruck (kPa) 6 11.5 66.1 11.5 66.1 4.4 53.3 0.5 1.45
=
g Verfliichtigungsrate (Ether = 1) 11 16 <1 16 <1 6 1.5 66 >50
o
E | MAK (ppm) (kurzzeitig) 300 300 1000 300 1000 500 600 300 100
> gfg‘f‘;‘gre Fette (und organische | 4 4 *h Tk Thhk | khk | hk Tk *ke Kk Nein
c
S
g ,No-clean“-Flussmittel * Rk *hAK | Kk Nein Nein Nein Nein Nein Nein
k=S ) . )
g | Flussmittel /ionische Kontami- | 4y | wa s+ | Add | *k *k *k *k Nein Nein
2 nationen
_g Nicht ausgehértete Pasten *k * ok *k * * ok *k *x * ok okok ok
3]
@ Nicht ausgehértete Kleber Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein wok ok ok

Verfliichtigungsrate: je hther die Zahl, desto geringer die Verfliichtigungsrate. * Als nicht brennbar eingestuft.




Wir haben die
Losung - fur alles
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Wir haben die Lsung, wenn es um die Entwicklung, Herstellung
und Lieferung von Schutzlacken, Warmeleitpasten, GieBharzen,
Reinigern und Schmiermitteln geht. Durch Zusammenarbeit und
Forschung entwickeln wir neue, umweltfreundliche Produkte

fUr viele der weltweit bekanntesten Hersteller von Industrie- und
Haushaltsartikeln — und das stets geman den ISO-Normen.

Durch die Verbindung dieser einzigartigen Fahigkeit zum Angebot
einer Komplettldsung mit unserer weltweiten Prasenz profitieren Sie
von einer zuverlassigeren Lieferkette und von der Sicherheit, dass
stets die richtige GroBenordnung vorhanden ist — auf diese Weise
kénnen wir lhnen einen Service bieten, der seinesgleichen sucht.

Sie wollen mehr Uber unser Erfolgsrezept wissen? Dann rufen
Sie uns einfach an oder besuchen Sie unsere Internetseite.

ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE
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Hauptsitz / Produktion in Indien

No: 73, 6th Main, 3rd Phase Peenya
Industrial Area Peenya

Bangalore

560058

Indien

T +91 80 2972 3099

E info@electrolube.co.uk

www.electrolube.com

Alle Informationen sind mit bestem Gewissen
angegeben, werden aber nicht garantiert. Die
Eigenschaften sind Richtlinien und sollten nicht
daran festgemacht werden.

ELCAT_CLEAN_DE/2

Hauptsitz / Produktion in China

Building No2, Mauhwa Industrial Park,
Caida 3rd Street, Caiyuan Industrial Zone,
Nancai Township, Shunyi District

Beijing, 101300

Peoples Republic of China

T +86 (10) 89475123
F +86 (10) 89475123
E info@electrolube.co.uk

www.electrolube.com

ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

Hauptsitz / Produktion im
Vereinigten Kénigreich

Ashby Park
Coalfield Way
Ashby de la Zouch
Leicestershire
LEG5 1JR

United Kingdom

T +44 (0)1530 419600
F +44 (0)1530 416640
E info@electrolube.co.uk

www.electrolube.com

Eine Sparte von H K Wentworth Limited
Eingetragener Sitz siehe oben
Eingetragen in England unter Nr. 368850




